台灣半導體研究中心 異質整合製程組
金屬濺鍍系統(Sputter) 

	一、系統簡介: Sputter

1. [image: image1.jpg]


設備名稱:金屬濺鍍系統 

2. 廠牌:台灣慶康Duratek system 

3. 儀器型號:Duratek 

4. 沉積種類: Al, Ti, Cu
5. Wafer Size: 8”, 6”, 4”, 破片 

二、規格: 

1. 全自動真空Load lock 

2. DC power

3. Automatic Pressure Control 

三、特殊注意事項：
1. 特殊製程須經儀器負責人同意，方可使用。 

2. 實際開放使用情形以南科TSRI網頁為準。 

3. 易造成chamber污染之材料嚴禁放入chamber，違者取消磁卡資格。 


